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Der Praxis abgeschaut:

Tipps und Tricks zum Loten und Basteln

Es sind die kleinen Dinge, die das Leben erleichtern. Da kommt der eine oder andere hilfreiche Hinweis immer recht. Doch der
Teufel steckt im Detail und schlie3lich hat Murphy auch noch ein Wort mitzureden, selbst bei so einfachen Dingen wie beim
Léten oder Entléten. Zu dieser Problematik haben sich aus eigener Erfahrung einige Tips angesammelt, die ich nicht fiir mich
behalten méchte.

Am Anfang war das Werkzeug. ..

...denn das ist das A und O beim Elektronikbasteln. Einen Létkolben kauft man nicht im Baumarkt, es sei denn, man méchte
eine Dachrinne I6ten. Ein geeigneter Létkolben hat ca. 16 Watt und eine sehr diinne Spitze, um auch kleine Létstellen zu
erlauben, ohne gleich andere Bauteile unbeabsichtigt zu beeintréachtigen. Denn immer 6fter geht es auf der Platine recht eng
zu.
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Im Bild eine Zange fiir Elektronikanwendungen, rechts eine spezielle Zange zum Kneifen von IC-Beinchen

Eine gute Zange gehért ebenso zur Ausstattung, um tiberstehende Dréhte exakt tiber der Létstelle abzukneifen. Da hilft es
nichts, wenn man den Seitenschneider eines Klempners dazu mibraucht - die kleinere Ausfiihrung sollte es schon sein (siehe
Abbildung). Zur Ausstattung z&hit auch eine Lupe, um einzelne Létstellen auf ihre Beschaffenheit beurteilen zu kénnen, denn
allzu leicht wird ein Lotspritzer oder eine kalte Lotstelle ibersehen. Die Aufzahlung nitzlicher Werkzeuge kénnte endlos
fortgefithrt werden, doch soll die wesentlichste Aussage lauten: Der schénste Tip und Trick hilft nicht weiter, wenn man bereits
bei grundlegenden Dingen mangels geeignetem Werkzeug die Fligen strecken muf3. Zu diesen grundlegenden Dingen gehort
- ebenso wichtig wie das Werkzeug - Sorgfalt und Ruhe beim Aufbau. Um diesen simplen Satz zu beherzigen, habe ich einige
Jahre benétigt - und manchmal Lehrgeld bezahit. Heute bemerke ich oft, daR Jiingere sehr hektisch an die Arbeit gehen und
sich spéater wundern, daB ihre Schaltung nicht funktioniert. Dann ist umfangreiche Fehlersuche angesagt. So erging es mir oft,
heute geht's mit Geduld und Spucke besser. Doch jetzt geht es los, hinein in die Praxis! Tips zum Léten auf
Lochrasterplatinen:

Létanfanger verwenden am besten verzinnte Lochrasterplatinen, diese nehmen Létzinn sehr gut an und vermeiden kalte
Létstellen.

Widersténde, Kondensatoren und andere bedrahtete Bauelemente sollte man nicht unmittelbar auf die Platine I6ten, sondern
ca. 5mm Anstand zur Platine halten, sie also etwas liber der Platine montieren. Dies bietet gleich mehrere Vorteile:

® Das Messen mit den Prifspitzen eines Voltmeters ist einfacher, da man leicht an die AnschluRdréhte der Widerstéande
und Kondensatoren gelangt. Zudem ist es méglich, ein Clip an ein Beinchen zu befestigen, um ein MeRgerét fir
langere Zeit anzuschlieBen.

® MuB ein Widerstand oder Kondensator im Wert verringert werden, kann man zunéchst den gleichen Wert parallel auf
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den vorhandenen Iéten. Das Bauelement ist gut zugénglich, da es etwas Uber der Platine steht.

® Widerstande und Kondensatoren halten etwas Platz zur Platine, um besseren Zugriff mit dem Voltmeter zu erhalten...

...und das Bauelement besser ersetzen oder im Wert veréndern zu kénnen

® |st ein Widerstand auszuwechseln, kneift man die AnschluBdréhte eng am Kérper des Bauelementes ab. An den
beiden Stimpfen ist es nun einfach, einen neuen Widerstand anzuléten. Dazu kneift man an dem neuen Widerstand
beide Drahte recht kurz ab und l6tet ihn, mit einer Pinzette gehalten, an den Stiimpfen fest. Uberstehende Drahtenden
kiirzt man mit einen Zange.

IC’s setzt man immer auf Sockel, sofern es sich nicht um hochfrequente Anwendungen handelt oder andere Griinde dies
verhindern. Falls ein Sockel nicht méglich ist, das IC aber dennoch leicht austauschbar sein soll, so bohrt man fiir die IC-Pins
nicht die blichen Bohrungen mit einem Durchmesser von 0,8 mm, sondern weicht auf 0,9 oder 1,0 mm aus. Dies benétigt
zwar etwas mehr Létzinn bei der Montage, mit der Entlétpumpe 14t sich das Loétzinn aber gut entfernen. Die grof3en
Bohrungen sorgen dafiir, daf die IC-Pins in der Bohrung frei liegen und sich daf IC leicht entnehmen I&63t.

Keine Angst vor SMD

ICs sollten grundsétzlich mit einem 100nF Abblockkondensator versehen werden, die méglichst dicht am IC zwischen
Betriebsspannung und Masse positioniert werden.
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Platzsparend und sicher montiert: SMD-Kondensatoren

Platzsparend und schnell sind SMD-Kondensatoren eingesetzt. Auf der Létseite der Platine verlétet man den SMD-
Kondensator an dem IC-Pin der Betriebsspannung und zieht vom anderen Ende des Kondensators einen kurzen Draht zum
néchstgelegenen Massepunkt. Schneller und wirkungsvoller geht es kaum! Zur Uberwindung langerer Strecken zwischen zwei
Bauteilen verwendet man versilberten Kupferdraht, der sich sehr gut I6ten l1&8t, da er leicht L6tzinn annimmt. Kreuzt eine
derartige Verbindung andere Verbindungen, versieht man den Silberdraht zur Isolation mit diinnem, farbigem
Gewebeschlauch. Anhand der Farbe kann man leicht die Bedeutung der Verbindung erkennen, z.B. rot fiir die
Betriebsspannung, schwarz fiir Masse und gelb fiir Signalwege.

Mehr Tips zum Loten mit SMD

Zum Léten von SMD-Bauteilen nutzt man einen Létkolben groRer Hitze (>4007) und kleiner, sehr diinner Spitze. Die enorme
Hitze ist notwendig, um kurze Létzeiten zu gewéhrleisten. Sie schiitzt das Bauteil vor der Hitze, die bei langen Létzeiten tief in
das Bauteil eindringt und es eventuell zerstort. Kurze Létzeiten bei grof3er Hitze hingegen dringen nur wenig in das
Bauelement ein.

Bevor man ein SMD-Bauteil einlétet, wird ein Pad auf der Platine mit wenig L6tzinn verzinnt. Mit einer Pinzette plaziert man
das SMD an seinen Platz und achtet darauf, daf3 es gut auf der Platine aufliegt. Dann |6tet man mit der freien Hand die Seite
des Bauteils an, die auf dem bereits verzinnten Pad zu liegen kommt. Das Bauteil 148t sich nun noch sanft in der Position
optimieren. Anschlieend fixiert man die andere Seite und l6tet zum Schlu? nochmals die erste Létstelle sauber nach.

Beim Léten von SMD-IC’s wird es oft zu Zinnbriicken zwischen den IC-Pins kommen. Kein Problem: Man legt etwas Entlétlitze
auf die betreffenden IC-Beinchen und heizt sie mit dem Kolben an. Nun zieht man die Litze mit angedriicktem Létkolben an
den IC-Beinchen vorbei. Anschlie3end sind alle betroffenen IC-Beinchen mit wenig Zinn nachzuléten. Zum Léten von SMDs
verwendet an generell besonders diinnes Létzinn.

Zum Entloten defekter(!) SMD’s, vorrangig Widerstande und Kondensatoren auf industriegefertigten Platinen, entfernt man
zuerst das L6tzinn an den beiden Verbindungsstellen. Dazu eignet sich wiederum Entlétlitze sehr gut. Nun erhitzt man eine
Seite des Bauteils mit dem L&tkolben und setzt dabei das Bauteil mit der Létspitze unter seitlichem Druck. Das Bauteil heizt
sich so auf, daB die Paste, mit der das Bauteil auf der Platine verklebt ist, sich verflissigt. Das Bauelement wird so aus der
bisherigen Position entfernt. Nun die Pads séaubern und das neue Bauteil einléten. Das entfernte Bauelement wird in der Regel
unbrauchbar sein.

Entléten von SMD-IC’s

Das Ausléten eines defekten SMD-ICs geschieht durch Abkneifen der IC-Beinchen direkt an Gehduse. Dazu bedient man sich
einer sehr spitzen Spezialzange. Nachdem das IC selbst entfernt ist, befreit man nacheinander alle Pads von den IC-
Beinchen. AbschlieBend werden die Pads vorsichtig geséubert und das neue IC eingeldtet.

Weniger destruktiv ist die folgende Methode: Hierbei wird das SMD-IC halbwegs unbeschédigt "iiberleben", ein wenig Ubung
vorausgesetzt. Zuerst entfernt man mittels Entlétlitze beidseitig das Gros des Létzinns. Dann fuhrt man auf einer Seite des IC
einen dinnen Kupferlackdraht unter die IC-Beinchen hindurch und fixiert diesen mit etwas Létzinn an einem geeigneten Punkt
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auf der Platine, zum Beispiel an einer in der Nahe liegenden Masseflache oder Durchkontaktierung.
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Entfernen eines defekten IC: Es geht auch ohne teures Spezialwerkzeug. Etwas Draht und ein Létkolben sind genug

Das andere Ende des Drahtes wird nun im Winkel von 90 Grad zur Reihe der Pins abgewinkelt, so daB das erste IC-Beinchen
unter Druck gerat. Dieses wird mit der Létspitze erhitzt und dabei weiterhin am Draht gezogen, um den Druck aufrecht zu
halten. Ist das Létzinn geschmolzen, hebt der Draht das IC-Bein von der Leiterbahn ab. Auch jetzt den Druck beibehalten und
alle tbrigen IC-Pins von der Platine l6sen. Mit etwas Ubung schafft man es, die kurzen Beine nur wenig zu verbiegen. Ist die
erste Reihe abgel6st, filhrt man die gleiche Prozedur fiir die verbliebene Seite des IC durch.
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